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Einladung zum Expertentreff

Zukunftsherausforderungen, von der Energietechnik tber die
Mobilitdt und Industrie 4.0 bis zur kinstlichen Intelligenz, er-
fordern vielfaltige Innovationen — die Basis bilden intelligente
elektronische Systeme. Das ,2. Symposium Elektronik und
Systemintegration (ESI)“ am 01. April 2020 stellt neue Er-
kenntnisse und Entwicklungen aus Wissenschaft und Praxis
in den Mittelpunkt und bietet eine branchen- und technolo-
gielibergreifende Experten-Plattform. Das Thema der Veran-
staltung lautet ,Intelligente Systeme und ihre Komponenten:
Forschung und industrielle Anwendung“.

In zwei Plenarvortragen sowie Fachvortrédgen in zwei paral-
lelen Sessions werden Experten/-innen aus Wissenschaft
und Industrie neueste Produkte und Erkenntnisse Uber in-
telligente Systeme und neue Komponenten prasentieren.
Neben den Vortragen besteht fir die Referenten/-innen die
Mdglichkeit, wissenschaftlich ausgearbeitete Beitrage zu ver-
offentlichen, die den Teilnehmern/-innen digital zur Verfigung
gestellt werden.

Auch in der begleitenden Fachausstellung werden Innovatio-
nen und neue Produkte prasentiert. Dies stellt eine hervorra-
gende Gelegenheit fiir Unternehmen und wissenschaftliche

GrufRwort

Neben Lehre, Forschung und
Weiterbildung stellt fir die Hoch-
schule Landshut der Wissens-
und Technologietransfer einen
wichtigen Baustein dar. Nur im
regen bilateralen Austausch mit
Unternehmen kdnnen aktuelle
Herausforderungen und Entwick-
lungen in Lehre und Forschung
einflieRen sowie das an der Hoch-
schule generierte Wissen fir un-
sere Partnerfirmen nutzbar ge-
macht werden.

Dabei konnte die Hochschule Landshut gerade im Bereich
der angewandten Forschung enorme Fortschritte erzielen:
In den letzten Jahren wurde die durch Drittmittel geférderte
Forschung stark ausgebaut und immer mehr wissenschaftli-
che Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fir die Forschung ein-
gestellt. Dies gilt auch fir den besonders innovativen For-
schungsschwerpunkt Elektronik und Systemintegration, in
dem wir an vielen Zukunftsthemen arbeiten.

Ein wichtiges Bindeglied zwischen Unternehmen und Wissen-

schaft bilden die drei Kompetenznetzwerke der Hochschule
Landshut: Leichtbau-Cluster, Netzwerk Medizintechnik und

2 2. Symposium Elektronik und Systemintegration | 01. April 2020

Einrichtungen dar, ihre Erkenntnisse und Produkte einem
Expertenpublikum zu zeigen, mit diesen ins Gesprach zu
kommen und so wertvolle Kontakte zu knupfen. Zuséatzlich
stellen Unternehmen, Start-ups, Absolventen/-innen und Stu-
denten/-innen innovative Produkte, Neuentwicklungen und
Ergebnisse von Forschungs- und Entwicklungsprojekten in
einer Postersession vor.

Das Symposium ESI richtet sich an Entscheidungstrager und
Mitarbeiter/-innen von Unternehmen, Dienstleistern (Ferti-
gung, Forschung & Entwicklung, technisches Marketing, ...),
Hochschulen, Universitaten, Forschungseinrichtungen, Ver-
bé&nde sowie an Medienvertreter/-innen.

Die Veranstaltung wird vom Forschungsschwerpunkt Elekt-
ronik und Systemintegration und dem Cluster Mikrosystem-
technik der Hochschule Landshut organisiert. Nach dem er-
folgreichen Auftakt im Méarz 2018 findet das Symposium nun
zum zweiten Mal statt.

Wir laden Sie herzlich zum Expertentreff Symposium ESI ein
und wirden uns freuen, Sie an der Hochschule Landshut be-
gruRen zu kénnen.

Cluster Mikrosystemtechnik. Sie starken die Vernetzung von
Unternehmen untereinander sowie in anwendungsorientier-
ten Forschungsbereichen und bieten eine ideale Plattform
fur den Wissensaustausch zwischen Unternehmen und der
Hochschule.

Veranstaltungen wie das alle zwei Jahre stattfindende Sym-
posium Elektronik und Systemintegration, organisiert vom
gleichnamigen Forschungsschwerpunkt und dem Cluster Mi-
krosystemtechnik, bieten eine hervorragende Gelegenheit,
um sich mit den neuesten Entwicklungen auseinanderzuset-
zen. Uber das Symposium vernetzen sich Elektronikexper-
tinnen und -experten der Hochschule, der Wirtschaft und der
Wissenschaft.

Ich freue mich, Sie zum 2. Symposium Elektronik und Sys-
temintegration an der Hochschule Landshut begrifRen zu
durfen und wiinsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
einen regen Austausch und eine interessante Veranstaltung.

Prof. Dr.*Holger Timinger
Vizeprasident Forschung und Transfer
Hochschule Landshut



,Intelligente Systeme und ihre Komponenten:
Forschung und industrielle Anwendung*

Breites Fachprogramm bietet aktuelle Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis

Das Programm des 2. Symposiums ESI bietet insgesamt 26
Vortrége, fur deren Qualitat ein Fachkomitee, bestehend aus
Experten aus Wissenschaft und Unternehmen, birgt. Die
Bandbreite der Themen reicht von hochauflésenden Sen-
soren sowie innovativen Lésungen in der Aufbau- und Ver-
bindungstechnik Uber gedruckte Elektronik und elektrische
Antriebe bis zum IoT und autonomen Fahren.

Den Auftakt werden zwei Plenarvortrage bilden: Prof. Dr.
Matthias E. Rebhan (Hochschule Minchen) wird sich mit
dem ,Nano-3D-Druck zur Sensorentwicklung“ befassen,
Thomas Hofmann (Hofmann Leiterplatten GmbH) wird zum
Thema ,Embedded Components in der Leiterplatte” einen
Bericht aus dem industriellen Einsatz geben. Die weiteren
Vortrage finden in zwei parallelen Sessions zu folgenden
Themenschwerpunkten statt:

" Aufbau- und Verbindungstechnik

" Autonome Systeme und industrielle Lodsungen
" Elektrische Antriebslésungen

- Gedruckte Elektronik

" Sensorik

Zusammen mit unseren Partnern,
bei denen wir uns herzlich fur ih-
re Unterstutzung bedanken, wol-
len wir den fachlichen Austausch
zwischen Wirtschaft und Wissen-
schaft sowie zwischen Kunden
und Anwendern in den Mittelpunkt
stellen.

Nutzen Sie das Symposium, das

Ihnen aktuelles Wissen und Dis-

kussionen Uber die Herausforde-

rungen, Trends und Entwicklungen rund um die Themenfel-
der der Elektrotechnik bietet, auch als wertvolle Plattform
fur den Aufbau neuer Geschéftsbeziehungen. Weitere Infor-
mationen zum 2. Symposium ESI sowie die Anmeldung zur
kostenpflichtigen Veranstaltung finden Sie im Internet unter
WwWw.symposium-esi.de.

Prof. Dr. Artem Ilvanov
Hochschule Landshut

PROGRAMM | Mittwoch, 01. April 2020

ab

08:00 Uhr Akkreditierung

09:00 Uhr

Auftakt | Vortrage im Plenum

BegrufRung
Prof. Dr. Fritz Pérnbacher
designierter Président der Hochschule Landshut

Dr. Lothar Enders

Stellvertretender Vorsitzender des IHK-Gremiums Landshut

Einfuhrung
Prof. Dr. Artem Ilvanov

Cluster Mikrosystemtechnik, Hochschule Landshut

09:25 Uhr Nano-3D-Druck zur Sensorentwicklung
Prof. Dr. Matthias E. Rebhan

Hochschule Miinchen

Thomas Hofmann
Hofmann Leiterplatten GmbH

Embedded Components in der Leiterplatte — ein Bericht aus dem industriellen Einsatz

Prasentation Fachaussteller / Poster
Prof. Dr. Artem Ilvanov

Cluster Mikrosystemtechnik, Hochschule Landshut

10:45 Uhr

Kaffeepause / Besuch der Fachausstellung und der Postersession
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PROGRAMM | Mittwoch, 01. April 2020

Al: AUTONOME SYSTEME UND INDUSTRIELLE B1l: AUFBAU- UND VERBINDUNGSTECHNIK
Parallel- LOSUNGEN | Moderation: Dr. Peter Uhlig
session 1 Moderation: Prof. Dr. Jirgen Welter IMST GmbH
Hochschule Landshut
11:15 Uhr Dezentrale Architektur eines intelligenten Batte- PCB Embedding using Single-Switch-Pre-
riemanagementsystems und daraus resultierende | Packages as Modular Building Blocks
Anforderungen an den Bootvorgang der System- | Ankit Bhushan Sharma
komponenten Hochschule Kempten
Andrea Reindl
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
11:40 Uhr Integration von Ultraschall-Wasserfluss-Sensoren | Neuartiges Modulkonzept zur verbesserten Kih-
in ein Energiemanagementsystem: Siemens SPS | lung eines anorganisch verkapselten leistungs-
versus Raspberry PI elektronischen Moduls
Prof. Dr. Markus Mock Stefan Behrendt
Hochschule Landshut FuE-Zentrum FH Kiel GmbH
12:05 Uhr Systemarchitektur eines Sicherheitsmoduls im Zuverlassigkeitssteigerung durch lonenéaquiva-
Energiesektor lent und lonenchromatographie messen
Tobias Frauenschlager Dr. Helmut Schweigart
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg Zestron Europe GmbH
12:30 Uhr Intelligente Systeme und Komponenten in der Einflhrung in die Aufbau- und Verbindungstech-
Heiztechnik: ,actor as a sensor* nik durch eine interaktive und praxisnahe Qualifi-
Markus Weigert zierung in der Leiterplattentechnik
ebm-papst Landshut GmbH Prof. Dr. Martin Versen
Technische Hochschule Rosenheim
12:55 Uhr Mittagspause / Besuch der Fachausstellung und der Postersession

Forschungsschwerpunkt Elektronik und Systemintegration der Hochschule Landshut

Intelligente Elektronik- und Sensorsysteme finden starke Ver-
breitung in Industrie- und Consumerprodukten. Sie erfassen
eigenstandig Daten, werten sie aus und leiten daraus not-
wendige Aktionen ab. Im Fokus des Forschungsschwerpunk-
tes Elektronik und Systemintegration stehen solche miniaturi-
sierten elektronischen Systeme, ihre einzelnen Komponenten
sowie ihre Aufbau- und Verbindungstechnologien. Vorrangig
werden die notwendigen Systemkomponenten — Sensoren,
Datenverarbeitung, Energiemanagement, Aktorik, Leistungs-
elektronik, Kommunikation — zu einem Gesamtsystem mittels
Hybridtechnologie auf Keramiksubstraten aufgebaut.

Die Forschungsaktivititen umfassen Drittmittelprojekte und
Entwicklungsarbeiten im Auftrag von Industriepartnern mit
der Mdoglichkeit der Muster- und Kleinserienproduktion in
hochschuleigenen Laboren. Ein wichtiges Anliegen ist da-
bei die Starkung der Verbindung zwischen der angewandten
Forschung und dem Lehrbetrieb an der Hochschule.

Die am Forschungsschwerpunkt Elektronik und Systeminte-
gration beteiligten Professoren arbeiten eng mit dem Cluster
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Mikrosystemtechnik zusammen. Dieses Kompetenznetz-
werk der Hochschule Landshut vereint zumeist kleine und
mittlere Unternehmen (KMU) schwerpunktmafig aus der
Region als Mitglieder. Durch die Zusammenarbeit mit den
Partnern werden KMUs darin unterstitzt, innovative Produk-
te zu entwickeln. F&E-Aktivitdten erfolgen in Form von Ver-
bundprojekten, die Uber verschiedene landes-, bundes- oder
europaweite Programme gefordert werden.



,Intelligente Systeme und ihre Komponenten:
Forschung und industrielle Anwendung*

A2: AUTONOME SYSTEME UND INDUSTRIELLE B2: SENSORIK
Parallel- LOSUNGEN I Moderation: Prof. Dr. Christian Faber
session 2 Moderation: Prof. Dr. Mathias Rausch Hochschule Landshut
Hochschule Landshut
14:00 Uhr Charakterisierung der dielektrischen Barrieren- Sens-O-Spheres — ein extrem miniaturisierter
entladung von Mikroplasmaaktuatoren in Abhan- | drahtloser Sensor zur Prozessiiberwachung in
gigkeit der Substratdicke Bioreaktorsystemen
Theodor Silberbauer Dr. Peter Uhlig
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg IMST GmbH
14:25 Uhr Rechtemanagement fiir (I)loT mit einem Trusted Ein neuartiges Atomlagenthermoséaulen-basier-
Platform Module (TPM) tes Sensorsystem fir hochzeitaufgel6ste Wand-
Dr. Markus Wamser warmestrommessungen
Mixed Mode GmbH Systems Engineering & Consulting | Prof. Dr. Tim Rédiger
Hochschule Landshut
14:50 Uhr Konzeptionierung und prototypische Implemen- Entwicklung eines auf Glasfaser basierten Detek-
tierung eines smarten Briefkasten-Systems tionsgerates zur Bestimmung von Medikamen-
Sascha Huber tenrickstanden im Grundwasser
Hochschule Landshut Evgeny Melekhov
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
15:15 Uhr Konvergenzverhalten eines dezentralen Syn- Zustandsiberwachung von Multifunktionskame-
chronisationsverfahrens fir die Anwendung in ras fur autonomes Fahren
drahtlosen Sensornetzwerken Stephan Kihn
Prof. Dr. Guido Dietl Technische Hochschule Ingolstadt
Hochschule Landshut
15:40 Uhr Kaffeepause / Besuch der Fachausstellung und der Postersession
Parallel- A3: ELEKTRISCHE ANTRIEBSLOSUNGEN B3: GEI:?RUCKTE ELEKTRONIK
session 3 Moderation: Prof. Dr. J6rg Mareczek Moderation: Prof. Dr. Artem Ivanov
Hochschule Landshut Hochschule Landshut
16:30 Uhr Kundenspezifische Losungen im Bereich der Simulation von Foliensubstraten fiir mechatro-
elektrischen Antriebstechnik nische Module
Paul Cullen Annette Wimmer
MACCON Elektroniksysteme GmbH Hochschule Hof
16:55 Uhr Kostengtinstiger Positionsgeber zur Abtastung Silicone fir gedruckte elastische Elektronik in
der Statormagnete eines Linearmotors e-textiles
Glenn von Manteuffel, Sensitec GmbH Dr. Bernhard Brunner
Fraunhofer-Institut Silicatforschung - ISC
17:20 Uhr Intelligent eQUALIZER — Komponenten fir ein Elektrische und mechanische Charakterisierung
aktives und intelligentes Fahrwerk gedruckter Zink-Kohle-Batterien
Dr. Harald Voit Johannes Jehn
Silver Atena GmbH Hochschule Munchen
17:45 Uhr Optimierung des Systemverhaltens eines Axi- Kleidung mit integrierten gedruckten Displays im
alflussmaschinenantriebs durch Rotorgeometrie- | Feldtest
anpassung Prof. Dr. Artem Ivanov
Prof. Dr. Alexander Kleimaier Hochschule Landshut
Hochschule Landshut
18:10 Uhr Ausklang / get together
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EXPERTENTREFF ELEKTRONIK UND SYSTEMINTEGRATION

Vortragsprogramm

Im Mittelpunkt des 2. Symposiums Elektronik und System-
integration steht der Austausch von aktuellen Erkenntnis-
sen und Entwicklungen aus Wissenschaft und Forschung.
Das Programm bietet eine groRe Themenbreite Uber un-
terschiedliche Technologien und Branchen hinweg. Wei-
tere Informationen und Teilnahmebedingungen finden Sie
im Folgenden oder unter www.symposium-esi.de. Hier kon-
nen Sie sich auch online zur Veranstaltung anmelden.

Fachausstellung

Einen wesentlichen Bestandteil stellt aber auch die parallel
zu den Vortragen stattfindende Fachausstellung dar. Fur das
Fachpublikum bietet diese Plattform eine ideale Gelegenheit,
sich Uber den aktuellen Stand von Technologien, neue For-
schungserkenntnisse sowie innovative Produkte und Dienst-
leistungen zu informieren. Aussteller prasentieren sich einem
ausgewahlten Kreis an Besuchern. Das Ziel lautet, neue
Kontakte zwischen Unternehmen, Forschungseinrichtungen
und Hochschulen zu kniipfen sowie bereits bestehende Be-
ziehungen zu intensivieren.

Die Teilnahme als Aussteller ist kostenpflichtig, fur Netz-
werk-Partner gelten Sonderkonditionen. Nahere Informatio-
nen zu den Teilnahmebedingungen fur Fachaussteller finden
Sie unter dem Punkt ,Fachausstellung” auf der folgenden
Seite oder unter www.symposium-esi.de.

Tagungsband | online-Publikation

Parallel zu den Vortragen konnten die Referenten/-innen des
Symposiums bisher unveroffentlichte Themen als wissen-
schaftlich ausgearbeitete Beitrage einreichen. Diese werden
im digitalen Tagungsband punktlich zur Veranstaltung publi-
ziert werden. Freigegebene Beitrage werden zu einem spé-
teren Zeitpunkt in der OPUS-Datenbank tber die Deutsche
Nationalbibliothek online gestellt werden. Fir die Qualitat der
Beitrage sorgt der Auswahlprozess durch das Fachkomitee,
das Anderungsvorschlage erarbeitet und abschlieBend (iber
die Veroffentlichung im Tagungsband entscheidet (Review).

Postersession

Unternehmen, Start-ups, wissenschaftliche Mitarbeiter/-in-
nen, Absolventen/-innen oder Studenten/-innen, die an der
Veranstaltung teilnehmen, kénnen Ergebnisse von For-
schungs- und Entwicklungsprojekten in einer Postersession
vorstellen. Das Fachkomitee entscheidet tiber die Zulassung
von Plakaten. Die Prasentation eines Posters ist kostenfrei
und nur fir angemeldete Fachbesucher/-innen oder Referen-
ten/-innen des Symposiums mdglich.

Fachkomitee

® Prof. Dr. Mikhail Chamonine, OTH Regensburg

® Prof. Dr. Ignaz Eisele, Fraunhofer EMFT, Miinchen
® Prof. Dr. Christian Faber, Hochschule Landshut

® Prof. Dr. Gregor Feiertag, Hochschule Munchen

" Prof. Dr. Artem lvanov, Hochschule Landshut

® Prof. Dr. J6rg Mareczek, Hochschule Landshut

® Prof. Dr. Jurgen Mottok, OTH Regensburg

® Prof. Dr. Jens Miller, TU limenau

® Dr. Wolfgang Ploss, Texas Instruments, Freising

"  Prof. Dr. Mathias Rausch, Hochschule Landshut

® Prof. Dr. Christina Schindler, Hochschule Minchen
® Prof. Dr. Rupert Schreiner, OTH Regensburg

® Prof. Dr. Norbert Schwesinger, TU Miinchen

" Prof. Dr. Martin Sellen, MICRO-EPSILON MESSTECH-
NIK GmbH & Co. KG, Ortenburg

® Dr. Peter Uhlig, IMST GmbH, Kamp-Lintfort
® Dr. Thomas Zetterer, Schott AG, Landshut



NEUESTE ENTWICKLUNGEN DISKUTIEREN

Teilnahme am Symposium ESI

Die Teilnahme am 2. Symposium Elektronik und Systemin-
tegration (01. April 2020) an der Hochschule Landshut ist
kostenpflichtig. Bitte beachten Sie auch unsre Teilnahmebe-
dingungen unter www.symopsium-esi.de.

Fachbesuch

Die Teilnahmegebuhr fir Fachbesucher/-innen belduft sich
inkl. Verpflegung und Veranstaltungsunterlagen pro Person
(jeweils zzgl. MwSt.) auf:

Partner

Fur Partner in den Kompetenznetzwerken Cluster Mikro-
systemtechnik, Netzwerk Medizintechnik, Cluster Mecha-
tronik und Automation, Cluster Sensorik sowie Strategische
Partnerschaft Sensorik e.V. gelten Sonderkonditionen:

® 250,00 Euro Unternehmen

® 160,00 Euro Hochschulen, Forschungseinrichtungen
Nicht-Partner

® 355,00 Euro Unternehmen
® 225,00 Euro Hochschulen, Forschungseinrichtungen

® 30,00 Euro Studierende (Bachelor/Master)

Fur Referenten/-innen des Symposiums sowie Aussteller gel-
ten Sonderkonditionen. Die Anmeldung erfolgt online unter

Www.symposium-esi.de.

Anmeldeschluss 27. Marz 2020.

Fotos: Hochschule Landshut

Fachausstellung

Die Teilnahme als Aussteller ist kostenpflichtig, es gelten fol-
gende Konditionen (jeweils zzgl. MwSt.):

Referent/-in im Symposium

® 150,00 Euro

Partner

Cluster Mikrosystemtechnik, Netzwerk Medizintechnik, Clus-
ter Mechatronik und Automation, Cluster Sensorik sowie

Strategische Partnerschaft Sensorik e.V.

® 350,00 Euro Unternehmen

® 200,00 Euro Hochschulen, Forschungseinrichtungen
Nicht-Partner

® 590,00 Euro Unternehmen

® 390,00 Euro Hochschulen, Forschungseinrichtungen
Weitere Informationen zu Standgrdf3e und -ausstattung so-
wie die Anmeldung finden Sie im Fax-Formular unter www.
symposium-esi.de.

Anmeldeschluss als Fachaussteller: 15. Marz 2020.
Postersession

Die Prasentation eines Posters ist kostenfrei und nur fur
angemeldete Fachbesucher oder Referenten/-innen des
Symposiums mdglich. Weitere Informationen sowie die
Anmeldung finden Sie im Fax-Formular unter www.symposi-

um-esi.de.

Anmeldeschluss Postersession: 15. Marz 2020.
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WISSENSCHAFTLICHE LEITUNG

HOCHSCHULE LANDSHUT

Prof. Dr. Artem lvanov

Wissenschatftlicher Leiter Cluster Mikrosystemtechnik
FSP Elektronik und Systemintegration

Tel. +49 (0)871 - 506 266
artem.ivanov@haw-landshut.de

VERANSTALTUNGSORGANISATION

CLUSTER MIKROSYSTEMTECHNIK
Hochschule Landshut

Marc Bicker

Tel. +49 (0)871 - 506 134

Fax +49 (0)871 - 506 506
marc.bicker@haw-landshut.de
www.cluster-mst.de
WWW.Symposium-esi.de

PARTNER

NIEDERBAYERN

. SCHAFFT ZUKUNFT

HOCHSCHULE LANDSHUT

Hochschule fur angewandte Wissenschaften
Am Lurzenhof 1

84036 Landshut

Tel. +49 (0)871 - 506 O

Fax +49 (0)871 - 506 506
info@haw-landshut.de
www.haw-landshut.de




